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ในปัจจุบันการตรวจสอบข้อบกพร่องของขั� วบัดกรีในชุดประกอบหัวอ่า นเขี ยน

สําเร็จ (Head Stack Assembly หรือ HSA) เป็นการใช้แรงงานคนตรวจสอบด้วยการส่องกล้อง

จุลทรรศน์สเตอริโอ (stereo microscope) โดยขอ้จาํกดัของวิธีดงักล่าว คือ จาํเป็นตอ้งใชพ้นกังานที�มี

ความเชี�ยวชาญในการวิเคราะห์ตรวจสอบชิ�นงาน รวมไปถึงขอ้จาํกดัในความเหนื�อยลา้ของสายตา

หรือระยะเวลาในการทาํงานที�นานเกินไป ทาํใหอ้าจมีชิ�นงานที�บกพร่องหลุดรอดจากการตรวจสอบ

และถูกส่งไปยงักระบวนการต่อไป ซึ� งสามารถก่อให้เกิดความเสียหายในหลาย ๆ ส่วนของ

กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้ งานวิจัยนี� ได้เสนอกระบวนการตรวจสอบขั�วบดักรีแบบ

อตัโนมติั โดยใช้ระบบการตรวจสอบด้วยการมองเห็น (visual inspection) ซึ� งใชก้ลอ้งจุลทรรศน์

ดิจิตอล (digital microscope) ที�มีกําล ังขยายสูงสําหรับการบนัทึกภาพ ขั�นตอนในการจําแนก

ข้อบกพร่องของขั�วบดักรีได้ถูกออกแบบให้มีการใช้เครือข่ายประสาทเทียม (neural network) 

เพื�อจําแนกขอ้บกพร่องเป็น 2 ระดับคือ การจําแนกแบบหยาบ ซึ� งเป็นการใช้การส่งผ่านทฤษฎี 

เรโซแนนซ์แบบปรับตวัดว้ยฟัซซีอย่างง่าย (Simplifies Fuzzy ARTMAP หรือ SFAM) ในการเป็น

กลไกหลกั และการจาํแนกแบบละเอียด ซึ� งเป็นการใช้วิธีกําลงัสองน้อยที�สุดของเครื�องเวกเตอร์

เกื� อหนุน (Least Square SVM หรือ LS-SVM) ผลการทดสอบจําแนกข้อบกพร่องที�ได้ด้วยวิธี

ดงักล่าวแสดงว่าระบบที�นาํเสนอนี�มีประสิทธิภาพที�ดีเยี�ยมและเพียงพอต่อการนําไปใชง้านไดจ้ริง 
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 Currently, the process of Head Stack Assembly (HSA) soldering defect 

inspection is manually done by human operators. The HSA is normally inspected for 

defections that occur on soldering pad by using stereo microscope. This approach has 

many limitations including high level of expertise requirement and fatigue from long 

hour of operation. This defective HSA can be mistakenly passed to the next stage of 

process and cause defection at any other hard-disk drive production line. This thesis 

presents an automatic visual inspection system for defective soldering pad detection. 

The system uses high magnification digital microscope for capturing the area of 

soldering pad. The classification of defective soldering pad is designed in two levels. 

Firstly, the gross classification using simplified fuzzy adaptive resonance theory 

mapping (ARTMAP) is mainly deployed. Secondly, the fine classification using least-

square support vector machines (LS-SVM) is then applied. The experimental results 

show that the proposed system is efficiently desirable and sufficiently practical. 
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